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【 請 求 項 １ 】
　 Ｎ ｄ ， Ｓ ｍ 、 Ｅ ｕ ， Ｅ ｒ ， Ｄ ｙ ， Ｇ ｄ ， Ｐ ｒ 及 び Ｙ ｂ か ら な る 群 か ら 選 ば れ た １ 種 以 上
の 焼 結 助 剤 を 、 該 焼 結 助 剤 の 酸 化 物 換 算 で 、 Ａ ｌ Ｎ 及 び 該 焼 結 助 剤 の 合 計 量 の ５ ～ ３ ０ 重
量 ％ 配 合 し た 粉 末 組 成 物 を 加 圧 焼 結 し た 焼 結 体 の 鏡 面 研 削 表 面 の 表 面 ア ラ サ Ｒ ｍ ａ ｘ が ０
． ２ μ ｍ 以 下 で あ っ て 、 熱 伝 導 率 が ２ ０ ０ （ Ｗ ／ ｍ Ｋ ） 以 上 で あ る こ と を 特 徴 と す る Ａ ｌ
Ｎ 焼 結 体 。
【 請 求 項 ２ 】
　 請 求 項 １ に お い て 、 上 記 焼 結 体 中 の 上 記 焼 結 助 剤 の 含 有 量 が ０ ． ０ ５ ～ ５ 重 量 ％ で あ る
こ と を 特 徴 と す る Ａ ｌ Ｎ 焼 結 体 。
【 請 求 項 ３ 】
　 請 求 項 １ に お い て 、 上 記 加 圧 焼 結 の 焼 結 温 度 が １ ８ ０ ０ ～ ２ ０ ０ ０ ℃ で あ る こ と を 特 徴
と す る Ａ ｌ Ｎ 焼 結 体 。
【 請 求 項 ４ 】
　 請 求 項 １ に お い て 、 Ｙ 又 は Ｃ ｅ の 含 有 量 が 焼 結 助 剤 の １ ０ 重 量 ％ 以 下 で あ る こ と を 特 徴
と す る Ａ ｌ Ｎ 焼 結 体 。
【 請 求 項 ５ 】
　 Ｎ ｄ ， Ｓ ｍ 、 Ｅ ｕ ， Ｅ ｒ ， Ｄ ｙ ， Ｇ ｄ ， Ｐ ｒ 及 び Ｙ ｂ か ら な る 群 か ら 選 ば れ た １ 種 以 上
の 焼 結 助 剤 を 、 該 焼 結 助 剤 の 酸 化 物 換 算 で 、 Ａ ｌ Ｎ 及 び 該 焼 結 助 剤 の 合 計 量 の ５ ～ ３ ０ 重
量 ％ 配 合 し た 粉 末 組 成 物 を 加 圧 焼 結 し た 焼 結 体 の 研 削 表 面 の 表 面 ア ラ サ Ｒ ｍ ａ ｘ が ０ ． ２
μ ｍ 以 下 で あ っ て 、 熱 伝 導 率 が ２ ０ ０ （ Ｗ ／ ｍ Ｋ ） 以 上 の Ａ ｌ Ｎ 加 圧 焼 結 体 か ら な る 基 板
の 表 面 に 金 属 皮 膜 が 形 成 さ れ て い る こ と を 特 徴 と す る 電 子 装 置 用 基 板 。
【 請 求 項 ６ 】
　 請 求 項 ５ に お い て 、 上 記 焼 結 体 中 の 上 記 焼 結 助 剤 の 含 有 量 が ０ ． ０ ５ ～ ５ 重 量 ％ で あ る
こ と を 特 徴 と す る 電 子 装 置 用 基 板 。



【 請 求 項 ７ 】
　 請 求 項 ８ に お い て 、 上 記 加 圧 焼 結 の 焼 結 温 度 が １ ８ ０ ０ ～ ２ ０ ０ ０ ℃ で あ る こ と を 特 徴
と す る 電 子 装 置 用 基 板 。
【 請 求 項 ８ 】
　 請 求 項 ５ に お い て 、 Ｙ 又 は Ｃ ｅ の 含 有 量 が 焼 結 助 剤 の １ ０ 重 量 ％ 以 下 で あ る こ と を 特 徴
と す る 電 子 装 置 用 基 板 。
【 請 求 項 ９ 】
　 Ｎ ｄ ， Ｓ ｍ 、 Ｅ ｕ ， Ｅ ｒ ， Ｄ ｙ ， Ｇ ｄ ， Ｐ ｒ 及 び Ｙ ｂ か ら な る 群 か ら 選 ば れ た １ 種 以 上
の 焼 結 助 剤 を 、 該 焼 結 助 剤 の 酸 化 物 換 算 で 、 Ａ ｌ Ｎ 及 び 該 焼 結 助 剤 の 合 計 量 の ５ ～ ３ ０ 重
量 ％ 配 合 し た 粉 末 組 成 物 を 加 圧 焼 結 し た 焼 結 体 の 研 削 表 面 の 表 面 ア ラ サ Ｒ ｍ ａ ｘ が ０ ． ２
μ ｍ 以 下 で あ っ て 、 熱 伝 導 率 が ２ ０ ０ （ Ｗ ／ ｍ ・ Ｋ ） 以 上 で あ る Ａ ｌ Ｎ 加 圧 焼 結 体 か ら な
る 基 板 の 表 面 に 、 金 属 皮 膜 が 形 成 さ れ て い る 電 子 装 置 用 基 板 に レ ー ザ ダ イ オ ー ド が 搭 載 さ
れ た こ と を 特 徴 と す る レ ー ザ 装 置 。
【 請 求 項 １ ０ 】
　 請 求 項 ９ に お い て 、 上 記 焼 結 体 中 の 上 記 焼 結 助 剤 の 含 有 量 が ０ ． ０ ５ ～ ５ 重 量 ％ で あ る
こ と を 特 徴 と す る レ ー ザ 装 置 。
【 請 求 項 １ １ 】
　 請 求 項 ９ に お い て 、 上 記 加 圧 焼 結 の 焼 結 温 度 が １ ８ ０ ０ ～ ２ ０ ０ ０ ℃ で あ る こ と を 特 徴
と す る レ ー ザ 装 置 。
【 請 求 項 １ ２ 】
　 Ｎ ｄ ， Ｓ ｍ 、 Ｅ ｕ ， Ｅ ｒ ， Ｄ ｙ ， Ｇ ｄ ， Ｐ ｒ 及 び Ｙ ｂ か ら な る 群 か ら 選 ば れ た １ 種 以 上
の 焼 結 助 剤 を 、 Ａ ｌ Ｎ と 該 焼 結 助 剤 の 合 計 量 の ５ ～ ３ ０ 重 量 ％ 配 合 し た 粉 末 組 成 物 を 加 圧
焼 結 し た 焼 結 体 の 研 削 表 面 の 表 面 ア ラ サ Ｒ ｍ ａ ｘ が ０ ． ２ μ ｍ 以 下 で あ っ て 、 熱 伝 導 率 が
２ ０ ０ （ Ｗ ／ ｍ Ｋ ） 以 上 で あ る Ａ ｌ Ｎ 加 圧 焼 結 体 か ら な る 基 板 の 表 面 に 金 属 皮 膜 が 形 成 さ
れ 、 該 金 属 皮 膜 に 半 導 体 素 子 が 搭 載 さ れ た 半 導 体 装 置 。
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